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Abstract (en)
In a process to condition the surface of a paper or carton web prior to the application (16) of a coating, the web passes through a wide nip (3). The
nip is formed by a first drum (13) with an elastic surface mantle and a second drum (12) with a hard surface mantle. The surface elasticity of the
first drum is no more than 10,000 MPa and has a Shore hardness of 100 Sh (D). The tensile force in the soft nip (15) is no more than 30 N/mm. The
tensile force in the wide nip (3) is no more than 3 N/mm. The wide nip (3) has a heating system which heats the web to at least 100C. The mantle
(6) and soft drum (13) are presented to the same side of the web.

Abstract (de)
Es wird eine Anordnung (1) zum Behandeln einer Papieroder Kartonbahn (2) angegeben mit einem Bahnlaufpfad, der durch mindestens einen
Breitnip (3), der zwischen einer Gegendruckfläche (5) und einem umlaufenden Mantel (6), der in Richtung auf die Gegendruckfläche (5) belastet ist,
gebildet ist, und einer Strichauftragseinrichtung (16) geführt ist. Man möchte die Bedruckbarkeit der Bahn verbessern können. Hierzu ist vorgesehen,
daß zwischen dem Breitnip (3) und der Strichauftragseinrichtung (16) ein weicher Nip (15) angeordnet ist, der zwischen einer ersten Walze (13) mit
einer elastischen Oberfläche und einer zweiten Walze (12) gebildet ist. <IMAGE>
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